14.機械工程系碩士班
(一)教育目標
	1.培養學生運用科學與工程知識，進行精密機械與綠能工程研究創新之能力。
2.培育機械領域之工程與研發人才，使具獨立思考、開發創新與科技整合，並具多元價值觀與溝通協調之能力。
3.培養國際觀、終身學習與團隊合作之能力。


(二)必修科目
	　 文 　科 　目 　名 　稱
	學
分
數
	第一學年
	第二學年
	備註

	
	
	上
	下
	上
	下
	

	專題討論
Seminar
	4
	1
	1
	1
	1
	

	工程統計
Engineering Statistics
	2
	2
	
	
	
	

	碩士論文
Thesis
	6
	
	
	3
	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	12
	3
	1
	4
	4
	


（三）選修科目
	　 文 　科 　目 　名 　稱
	學
分
數
	第一學年
	第二學年
	備註

	
	
	上
	下
	上
	下
	

	物理冶金
Physical Metallurgy
	3
	3
	
	
	
	

	電腦輔助機械結構分析
Computer-Aided Mechanical Structural Analysis 
	3
	3
	
	
	
	

	精密製造理論與應用
Theory and Application of Precision Manufacturing 
	3
	3
	
	
	
	

	光電材料與薄膜製程
Semiconductor Optoelectronics

material and Technology
	3
	3
	
	
	
	

	結構振動
Structural Vibration
	3
	3
	
	
	
	

	黏滯性流體
Viscous Fluid
	3
	3
	
	
	
	

	材料分析與檢測
Analytical Techniques for Material
	3
	3
	
	
	
	

	高等工程數學
Advanced Engineering Mathematics 
	3
	3
	 
	
	
	

	材料科學
Materials Science
	3
	3
	
	
	
	

	彈性力學
Theory of Elasticity
	3
	3
	
	
	
	

	機器人動力學
Robot dynamics
	3
	3
	
	
	
	

	材料熱力學
Thermodynamics of Materials 
	3
	3
	
	
	
	

	材料機械性質
Mechanical Behaviors of Materials
	3
	3
	
	
	
	

	高分子材料
Polymer Science and Engineering
	3
	3
	
	
	
	

	光電元件物理
Physics of Optic-Electrical Devices
	3
	3
	
	
	
	

	控制系統原理
Control System Theory
	3
	3
	
	
	
	

	精密傳動理論與應用
Theory and Application of Precision Transmission
	3
	3
	
	
	
	

	科技英文閱讀
Technical English Reading
	3
	3
	
	
	
	

	高等數值分析
Advanced Numerical Analysis
	3
	3
	
	
	
	

	流體機械設計

Fluid Machinery Design
	3
	3
	
	
	
	

	電腦輔助模流分析

Computer-aided Mold Flow analyses
	3
	3
	
	
	
	

	半導體製程技術
Microchip Fabrication Technology 
	2
	
	2
	
	
	

	半導體製程技術實習
Practice of Microchip Fabrication Technology
	1
	
	1
	
	
	

	系統晶片設計
Chip Integrated Design 
	2
	
	2
	
	
	

	系統晶片設計實習
Practice of Chip Integrated Design
	1
	
	1
	
	
	

	人工智慧
Artificial Intelligence
	3
	
	3
	
	
	

	粉粒體工學
Powder Technology
	3
	
	3
	
	
	

	相變化
Phase Transformation 
	3
	
	3
	
	
	

	紊流學
Turbulent Flow
	3
	
	3
	
	
	

	實驗模態分析
Experimental Model Analysis
	3
	
	3
	
	
	

	破損理論與分析
Theory and Analysis of Failure 
	3
	
	3
	
	
	

	電腦輔助熱流設計
Computer-Aided Heat/Flow System Analysis 
	3
	
	3
	
	
	

	訊號處理
Signal Processing
	3
	
	3
	
	
	

	合金設計
Alloy Design
	3
	
	3
	
	
	

	半導體物理與元件
Semiconductor Physics and Devices
	3
	
	3
	
	
	

	積層陶瓷元件
Multilayer Ceramic Devices
	3
	
	3
	
	
	

	複合材料力學
Mechanics of Composite Materials
	3
	
	3
	
	
	

	電子構裝技術
Electronic Packaging technology for Electronics
	3
	
	3
	
	
	

	前瞻性太陽能電池設計與趨勢
The Design and Trend of Original Solar Cell
	3
	
	3
	
	
	

	數位控制系統設計
Digital Control System Design
	3
	
	3
	
	
	

	機器視覺應用技術
Machine Vision Technology and Application
	3
	
	3
	
	
	

	光學元件與光學系統設計
Optical Devices and System Design Image Processing
	3
	
	3
	
	
	

	科技英文寫作
Technical English Writing
	3
	
	3
	
	
	

	品質工程
Quality Engineering
	3
	
	3
	
	
	

	自動化工程技術
The Techniques of Automatic Engineering
	3
	
	3
	
	
	

	基礎越南語會話
Basic Vietnamese
	2
	
	2
	
	
	

	程式設計
Programming Design
	3
	
	3
	
	
	

	微觀力學
Microscopic Mechanics
	3
	
	3
	
	
	

	物理氣相沉積鍍膜
Physical Vapor Deposition Technique
	3
	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	140
	63
	77
	0
	0
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